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(57)  약

본 에  원 공  필  상에  도  필 (ACF)  공   본 하  한 치는 상  원 공

필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 ACF 공 ; 상  ACF 공 과 상  원 공

 필  사 에 치 , 상  원 공  필  상  공 는 ACF  도 착층    커 하는 ACF

커 재; 상  ACF 커 재에 해 커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 ACF 본

재;  상  도 착층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 ACF  포

함하는 것  특징  한다. 

  도 - 도2a
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특허청  

청 항 1 

삭

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

원 공  필  상에  도  필 (ACF)  공   본 하  한 에 어 ,

a) 상  원 공  필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 단계;

b) 상  원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계;

c) 상  커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 단계; 

d) 상  도 착층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계

 포함하고,

상  단계 a) 내지 상  단계 d)는 상  ACF가 본  상  원 공  필  래   상에 공  에

행 는 

ACF 공   본  .

청 항 6 

 1 원 공  필    2 원 공  필  상에  도  필 (ACF)  공   본 하  한 에

어 ,

a) 상   1 원 공  필  상에 상   1 원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 단계;

b) 상   1 원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계;

c) 상  커  도 착층  상   1 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계;

d) 상  도 착층  상   1 원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계; 

e) 상   1 원 공  필   사  후, 상   2 원 공  필  상에 상   2 원 공  필 과

직한 향  상  ACF  공 하는 단계;

f) 상  단계 b)에  커  도 착층  상   2 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계; 

g) 상  도 착층  상   2 원 공  필  상에 본  후, 상  ACF 보 필  하는 단계

 포함하고,

상  단계 a) 내지 상  단계 g)는 상  ACF가 본  상   1 원 공  필   상  ACF가 본  상  

2 원 공  필  래   상에 공  에 행 는 

ACF 공   본  .

청 항 7 
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 6항에 어 ,

상  ACF 공   본   h) 상   2 원 공  필   사  후, 상  단계 a) 내지 상  단계

g)  복하는 단계  가  포함하는 ACF 공   본  .

청 항 8 

 5항 내지  7항  어느 한 항에 어 ,

상  원 공  필  프 캐리어 키징(TCP) 필   연  쇄 (FPC) 필   어느 하나  ACF

공   본  . 

청 항 9 

원 공  필  공  치에 어 ,

하나 상  원 공  필  공 하는 원 공  필  공 재;

상  원 공  필  공 재  직 향  가 질러 공 , 상  원 공  필  상에  도  필

(ACF)  공   본 하  한 치;

상  ACF가 본  원 공  필  래   상에 공 하는  닛; 

상  원 공  필  공 재  상   닛 사 에 치 , 상  ACF가 본  원 공  필  픽업

하여 상   닛 상  하는  치

 포함하고,

상  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치는 

상  원 공  필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 ACF 공 ;

상  ACF 공 과 상  원 공  필  사 에 치 , 상  원 공  필  상  공 는 ACF  도

착층    커 하는 ACF 커 재;

상  ACF 커 재에 해 커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 ACF 본 재; 

상  도 착층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 ACF 

 포함하는 

원 공  필  공  치.

청 항 10 

 9항에 어 , 

상  ACF 공   1 ACF 공    2 ACF 공  고,

상  ACF   1 ACF    2 ACF  ,

상   1 ACF 공 에  공 는 원 공  필   상   2 ACF 공 에  공 는 원 공  필  

어느 하나  원 공  필   사 , 다  하나  원 공  필  공  시 고,

상  ACF 본 재는 상   1 ACF 공 에  공 는 원 공  필   상   2 ACF 공 에  공

는 원 공  필  상  동하  상  도 착층  본 하는

원 공  필  공  치.

청 항 11 

 9항에 어 ,

상  ACF 공   1 ACF 공    2 ACF 공  고,

상  ACF   1 ACF    2 ACF  ,
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상  ACF 본 재는  1 ACF 본 재   2 ACF 본 재  고,

상   1 ACF 본 재는 상   1 ACF 공 에  공 는 원 공  필  상에 상  도 착층  본 하

고,

상   2 ACF 본 재는 상   2 ACF 공 에  공 는 원 공  필  상에 상  도 착층  본 하

,

상   1 ACF 공 에  공 는 원 공  필   상   2 ACF 공 에  공 는 원 공  필  

어느 하나  원 공  필   사 , 다  하나  원 공  필  공  시 는 

원 공  필  공  치.

청 항 12 

 9항 내지  11항  어느 한 항에 어 ,

상  원 공  필  프 캐리어 키징(TCP) 필   연  쇄 (FPC) 필   어느 하나  원

공  필  공  치.  

청 항 13 

원 공  필  공 하는 에 어 ,

a) 상  원 공  필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 단계;

b) 상  원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계;

c) 상  커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 단계;

d) 상  도 착층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계;

e) 상  단계 c)에  상  도 착층  본  원 공  필  상에 쇄  복 개  특  상  상  도

착층  본  상태  커 하는 단계;

f) 상  원 공  필  보 필  하는 단계; 

g) 상  커  복 개  특  상  픽업하여 래   상  공 하는 단계

 포함하는 원 공  필  공  .

청 항 14 

 13항에 어 ,

상  특  상  프 캐리어 키징(TCP)  연  쇄 (FPC)  어느 하나  원 공  필  공

.  

청 항 15 

 1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는 에 어 ,

a)  1 원 공  필  상에 상   1 원 공  필 과 직한 향   도  필 (ACF)  공 하

는 단계;

b) 상   1 원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계;

c) 상  커  도 착층  상   1 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계;

d) 상  도 착층  상   1 원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계;

e) 상  단계 c)에  상  도 착층  본   1 원 공  필  상에 쇄  복 개   1 특  상

상  도 착층  본  상태  커 하는 단계;

f) 상   1 원 공  필  보 필  하는 단계;
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g) 상  커  복 개   1 특  상  픽업하여 래   상  공 하는 단계;

h) 상   1 원 공  필   사  후, 상   2 원 공  필  상에 상   2 원 공  필 과

직한 향  상  ACF  공 하는 단계;

i) 상  단계 b)에  커  도 착층  상   2 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계;

j) 상  도 착층  상   2 원 공  필  상에 본  후, 상  ACF 보 필  하는 단계;

k) 상   2 원 공  필  상에 쇄  복 개   2 특  상  상  도 착층  본  상태  커 하

는 단계;

l) 상   2 원 공  필  보 필  하는 단계; 

m) 상  커  복 개   2 특  상  픽업하여 래   상  공 하는 단계

 포함하는  1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는 .

청 항 16 

 15항에 어 ,

상   1 원 공  필   상   2 원 공  필  공 하는  n) 상   2 원 공  필  

 사  후, 상  단계 a) 내지 상  단계 m)  복하는 단계  가  포함하는  1 원 공  필   

2 원 공  필  공 하는 .

청 항 17 

 15항 또는  16항에 어 ,

상   1 특  상  상   2 특  상  각각 프 캐리어 키징(TCP)  연  쇄 (FPC) 

어느 하나   1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는 .  

  

 상 한 

       야

본  원 공  필  상에 도  필 (ACF: Anisotropic Conductive Film)  공   본 하  <1>

한 치  ,   비한 원 공  필  공  치  에 한 것 다.   체  본 

 ACF  원 공  필 에 공 하여 본 하고, ACF가 본  원 공  필  평  플 (PDP) 또는 액

 플 (LCD)  래   상에 공 함 , 1) ACF  원 공  필  개별  공 하는  필

한 공  라 (공간)  그에  비  감 , 2) ACF  원 공  필  개별  공 하는   

래    량 가능  감 , 3) 래   체  공  시간(tact time)  한 감   그

에  생산  한 향상,  4)  래   고  생시 보 (repair)가 한, 원 공  필

 상에 ACF  공   본 하  한 치  ,   비한 원 공  필  공  치  에 한

것 다.

     경  

통상  PDP 또는 LCD  에 어 , PDP 또는 LCD 래  (glass panel)( 하 통칭하여 " 래  <2>

" 라 합니다) 상에  극 에 연결 는 프 캐리어 키징(Tape Carrier Packaging: 하 "TC

P"라 함) 필   연  쇄 (Flexible Printed Circuit: 하 "FPC"라 함) 필 ( 하 TCP 필 과 FPC

필  통칭하여 " 원 공  필 " 라 합니다)  래   상에 공 한다, 그 후, 후  공  ACF 등

하여 원 공  필  래  에 본 한다. 또 다  래 에 는, ACF 등  하여 래  

상에 공 하여 본 한다. 그 후, 후  공  원 공  필  래   상에 공 하여 미리 본  ACF

등  하여 원 공  필  래  에 본 한다. 

도 1a는 래 에  ACF 공    치  ACF 본  치  개략  단 도  도시한 도 다.<3>
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도 1a  참 하 , 래 에  ACF 공    치(100)는 ACF가 감겨 는 ACF 공 (102), ACF 공<4>

(102)  착 는  공  착  재(104),  ACF  공 (102)  공 는  ACF(106)에   

(tension)  걸리도  치  어도 하나 상  러(108,110,112,114), 상  ACF(106)가 사  후 ACF 보

필  하  한 (116),  상  (116)  착 는  착 재(118)  다. 또

한, 래 에  ACF 공    치(100)는 ACF 공 (102)  공 는 ACF(106)가  사

경우,   감지하여  ACF  공 (102)   (116)   지시킬   는  (120)  가

비한다.

한편, 래 에  ACF 본  치(130)는 상 한 ACF 공    치(100), 상  ACF(106)가 공 는<5>

LCD 또는 PDP 래  (122), 상  래  (122)  지지하는 래   지지 재(미도시),  상

LCD 또는 PDP 래   상에 공 는 상  ACF(106)  가열  압착하여 본 하는 본  (124)  포

함한다. 러한 래  ACF 본  치(130)는 ACF 공    치(100)에 해 ACF(106)가 래  

(122)에  복   극(미도시) 상에 공  본  (124)  사 하여 ACF(106)  래

(122) 상  복   극과 가열  압착함  본  공  행한다.

상 한 래 에  ACF 공    치  ACF 본  치에 는, ACF가 래  (122)에  복<6>

  극  체  향에 걸쳐 공 다. 라 , 래 에 는 래  (122)에  하나

  극과 한  극 사  공간에 고가  ACF가 필 하게 사 는 문 가 었다.

상 한 문  해결하  한 새 운 ACF 본  치가 한동 (  겸 원 )에 해 2002  5월 14 에<7>

 " 도 필  본 치"라는  칭  한민  특허 원  10-2002-0026460  원 어, 2003

 11월 20 에 공개   10-2003-0088640  공개  후, 2004  12월 3  특허등  한민  특허

 461794 ( 하 "'794 특허"라 합니다)에 개시 어 다.

도 1b  도 1c는 각각 '794 특허에 개시  래 에  또 다  ACF 본  치  사시도  단 도  도<8>

시한 도 다.

도 1b  도 1c  참 하 , 래 에  또 다  ACF 본  치는 지 (미도시)에 하여 업<9>

 상 (미도시) 측에   직 하는 향  치 는 니트(U3,U4)  결합하는 플 트(32) 

플 트(34), 상  플 트(34)에 치 어 상  지  니트(22)에  래  (G)

 (G1)에 ACF(F)  도 착층(F1)  본 하는 본 재(36), 상  플 트(34)  측에 치 어

상  본 재(36)에 ACF(F)  공 하는 ACF 공 (R1), 상  플 트(34)  측에  상  ACF 공 (R

1)과 본 재(36) 사 에 치 , 본 재(36)에 공 는 ACF(F)  도 착층(F1)    단

하는 단 재(38), 상  본 (36)에 해 ACF(F)  도 착층(F1)  본  후, 도 착층(F1)에 에

착  보 필 층(F2)  하는 (R2)  다. 러한 ‘794 특허에 개시  개시 내  본 

에 참 어 본   룬다.

상 한 '794 특허에  단 재(38)는 도 착층(F1)과 보 필 층(F2)  루어진 ACF(F)가 ACF 공 (R<10>

1)에  본 재(36)  동할 에 ACF(F)  도 착층(F1)만  커 한다. 단 재(38)는 ACF(F)  가 드하

는 하우징(44),  하우징(44)  내측에  실린 (46)에 해 직 향  슬라 드 가능하게 치 는 커

(48)  포함한다. 하우징(44)  ACF(F)  가 드하는 가 드 (50),  가 드 (50)과 직 하는 향  

는 슬라 드 (52)  비한다. 커 (48)는 슬라 드 (52)에 하는 태  , 하우징(44)

하측 에 결합  실린 (46)  동에 해 슬라 드 (52)  라 동하  가 드 (50)에 가 드  ACF

(F)  도 착층(F1)만  단한다. 또한, 실린 (46)는 ACF 공 (R1)에 해 는 ACF(F)  도에

라 하게 하 ,  래  (G)  (G1)에  하나  (G2) 크 에 하여 

(G2) 체    는 크  ACF(F)  도 착층(F1)  컷 하도  다.

상 한 '794 특허에 는, ACF(F)  도 착층(F1)  단 재(38)에 해 래  (G)에  하나  <11>

(G2) 크 에 는 크  미리 단 다. 그 후, 단  도 착층(F1)  비한 ACF(F)가 래  

(G) 상  하나  (G2) 상에 공  후, 도 착층(F1)  본 재(36)에 해 각각  (G2) 상에 본

다.

도 1d는 래 에  PDP  또는 LCD  래   상에 원 공  필 (TCP/FPC)  공 하는 <12>

원 공  필  공  치  개략  평 도  도시한 도 다.   체 , 도 1d에 도시  래 에

 원 공  필  공  치는 본  원  2007  12월 6 에 " 업물 공    치"라는 
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 칭  한민  특허 원  10-2007-0126239 ( 하 "'239 원" 라 합니다)  원  에 래

 어 다. 본  에 는  편 상 '239 원에 래  개시  한  원

공  필  공  치  하나  원 공  필  공  치만  도시하고  하여야 한다.

도 1d  참 하 , 래 에  원 공  필  공  치(150)는 원 공  필  공 재(160); <13>

닛(170); 상  원 공  필  공 재(160)  공  원 공  필  픽업(pick-up)하여  닛

(170)  상  달하는 치(180)  다. 하에 는, 래 에  원 공  필  공  치

(150)  각각   한다.

, 래 에  원 공  필  공  치(150)  하는 원 공  필  공 재(160)는 복 개<14>

TCP(140)  보 필 (미도시)  루어진  원  공  필 (144)  각각  감겨진  한   우  공

(162a,162b)  비한다.  원  공  필 (144)  우  공 (162a,162b)  한   우  

(164a,164b) 지  연결 어 다.  원  공  필 (144)  상에 각각 쇄  복 개  TCP(140)는  우  

(164a,164b) 에 공 는 한  우 커  재(166a,166b)에 해 각각 커 다. 복 개  TCP(140)가

커  후 남  보 필 (미도시)  우 (164a,164b) 상에 감겨  다. 한편, 커  TCP(140)는

 들어,  암(robot arm)과 같  치(180)에 해 픽업 어  닛(170) 상  다. 도

1d  실시 에 는,  들어 측 공 (162a) 상  TCP(140)가  사 , 우측 공 (162b)  사 하

여 TCP(140)  계  공 하도  하여 후  공  단없  TCP(140)  공 할  다. 그러나, 당업 라  

측 공 (162a)  측 (166a)과 우측 공 (162b)  우측 (166b)  어느 하나만  사 하는

것도 가능하다는 것   해할   것 다.

한편,  닛(170)  치(180)에 해  TCP(140)  달 아 TCP(140)가 본  상물  래<15>

 (122) 상  공 하  한 복 개  지그(jig)(172, 174,176,178)  비한다. 래  (122)  

지(190) 상에  공  치(미도시)에 해 미리 공 다.

도 1d  계  참 하 , 치(180)   닛(170)에 해 TCP(140)가 래  (122) 상  <16>

시  1  치  공 다. 그 후, TCP(140)가 공지  얼라   치(미도시)  얼라  카 라(1,2)에

해 얼라  행해진다. TCP(140)  래  (122) 간  얼라  료 , TCP(140)는 가압착 치(pre-

pressure bonding device: 미도시)에 해 가압착 다. 그 후, 래  (122)  리니어  가 드  같

동 재(미도시) 또는 공지  얼라   치(미도시)에 해 1  치에  2  치(도 1d에 는 우측

향)  동한다. 그 후, 후  공   2 TCP(140)가 래  (122)  2  치  공  후, 얼라

 카 라(3,4)  하여 얼라   치(미도시)에 해 래  (122)과  얼라  행해지고  2

TCP(140)  가압착 공  루어진다. 2  치에  2 TCP(140)가 공 는 동안, 1  치  TCP(140)는 본

 치(미도시)에 해 본  루어진다.  경우, 도 1a 내지 도 1c에 도시  래 에  ACF 공

치에 해 ACF가 래  (122) 상에 미리 공 어 본 어 다는 것  하다. 상 한 , 복

 TCP(102)에 공 , 얼라 , 가압착  본  공  래  (140) 상에  차  행해진다. 안

, 복  TCP(140)가 래  (122) 상   라 공 , 얼라 ,  가압착 공  루어진 후, 복

 TCP(140) 체에 해 본  루어질 도 다. 또한, 상 한 래 에  원 공  필  공

치(150)는 복  TCP(140)  래  (122) 상에 공 하는 것  시  하고 다. 그러나, 당업

라  상 한 래 에  원 공  필  공  치(150)는 복  FPC(142)가 래  (122) 상에

공 는 경우에도 동 하게   다는 것   해할   것 다.

상 한 도 1a에 도시  래 에  ACF 공    치(100)  도 1d에 도시  래 에  원<17>

공  필  공  치(150)  사 하는 경우, 래  (122)에  하나   극과 한  극

사  공간에 고가  ACF가 필 하게 사 는 문 가 생한다.

또한, 도 1b  도 1c에 도시  래 에  ACF 공  치  도 1d에 도시  래 에  원 공<18>

필  공  치(150)  사 하는 경우, ACF가 래  (122)에  하나   극과 한  극

사  공간에는 사 지 않 므  고가  ACF  낭비    다는  다. 그러나,  경우 ACF

원 공  필 (TCP/FPC)  래  (122) 상에 각각 별개  공  공 므 , 다 과 같  문  

생한다.

1. ACF  원 공  필  별개  공  공 하는  필 한 공  라 (공간)  어지므  그에  비<19>

 가한다.
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2. ACF  원 공  필  개별  공 므 , ACF  공   본 시 생할  는 량 가능 과 원<20>

공  필  공   본 시 생할  는 량 가능  함께 재하므 , 그에  래    

량 가능  아진다.

3. ACF  래   상에 공 한 후 본 하고, 후  공 에  원 공  필  래   상에 공 한 후<21>

본 하여야 하므 , 래   체  공  시간(tact time)  어지 , 그에 라 래   

생산  하 다.

4.  래   사  도 에 고  생하는 경우, 업 가 개별 원 공  필 (TCP 또는 FPC)<22>

 사 하여 단하고, ACF  동 식(manually)  원 공  필 에 본 시 야 한다. 라 , ACF

원  공  필  하게  얼라 하는  것  하지  않아,  래   고  생시  보 (repair)가

어 다.

라 , 상 한 래  문  해결하  한 새 운 ACF  공   본 하  한 치  , <23>

 비한 원 공  필  공  치   다.

     내

        해결 하고 하는 과

본  상 한 래  문  해결하  한 것 , ACF  원 공  필  상에 공 하여 본 한<24>

후, ACF가 본  원 공  필  평  플 (PDP) 또는 액  플 (LCD)  래   상에 공

함 , 1) ACF  원 공  필  공 하는  필 한 공  라 (공간)  그에  비  감 , 2) ACF

 원 공  필  개별  공 하는   래    량 가능  감 , 3) 래  

체  공  시간(tact time)  한 감   그에  생산  한 향상,  4)  래  

 고  생시 보 (repair)가 한, 원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치  , 

 비한 원 공  필  공  치   공하  한 것 다.

        과  해결 단

  체 , 본   1 특징에 , 원 공  필  상에  도  필 (ACF)  공   본<25>

하  한 치에 어 , 상  원 공  필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는

ACF 공 ; 상  ACF 공 과 상  원 공  필  사 에 치 , 상  원 공  필  상  공 는

ACF  도 착층    커 하는 ACF 커 재; 상  ACF 커 재에 해 커  도 착층  상

원 공  필  상에 압착하여 본 하는 ACF 본 재;  상  도 착층  상  원 공  필  상에 본

후, ACF 보 필  하는 ACF  포함하는 ACF 공   본  치  공하  한 것 다.

본   2 특징에 , 원 공  필  상에  도  필 (ACF)  공   본 하  한 에<26>

어 , a) 상  원 공  필  상에 상  원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 단계; b) 상

원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계; c) 상  커  도 착층

상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 단계;  d) 상  도 착층  상  원 공  필  상에 본

후, ACF 보 필  하는 단계  포함하는 ACF 공   본   공하  한 것 다.

본   3 특징에 ,  1 원 공  필    2 원 공  필  상에  도  필 (ACF)<27>

공   본 하  한 에 어 , a) 상   1 원 공  필  상에 상   1 원 공  필 과 직한

향  ACF  공 하는 단계; b) 상   1 원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층   

커 하는 단계; c) 상  커  도 착층  상   1 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계; d) 상

 도 착층  상   1 원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계; e) 상   1 원

공  필   사  후, 상   2 원 공  필  상에 상   2 원 공  필 과 직한 향  상

 ACF  공 하는 단계; f) 상  단계 b)에  커  도 착층  상   2 원 공  필  상에  압착하여

본 하는 단계;  g) 상  도 착층  상   2 원 공  필  상에 본  후, 상  ACF 보 필  

하는 단계  포함하는 ACF 공   본   공하  한 것 다.

본   4 특징에 , 원 공  필  공  치에 어 , 하나 상  원 공  필  공 하는<28>

원 공  필  공 재; 상  원 공  필  공 재  직 향  가 질러 공 , 상  원 공

필  상에  도  필 (ACF)  공   본 하  한 치; 상  ACF가 본  원 공  필  상
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래   상에 공 하는  닛;  상  원 공  필  공 재  상   닛 사 에 치

, 상  ACF가 본  원 공  필  픽업하여 상   닛 상  하는  치  포함하고,

상  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치는 상  원 공  필  상에 상  원 공  필

과 직한 향  ACF  공 하는 ACF 공 ; 상  ACF 공 과 상  원 공  필  사 에 치 , 상

 원 공  필  상  공 는 ACF  도 착층    커 하는 ACF 커 재; 상  ACF 커

재에 해 커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는 ACF 본 재;  상  도 착

층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 ACF  포함하는 원 공  필  공

 치  공하  한 것 다.

본   5 특징에 , 원 공  필  공 하는 에 어 , a) 상  원 공  필  상에 상<29>

원 공  필 과 직한 향  ACF  공 하는 단계; b) 상  원 공  필  앞단에  상  ACF  도

착층    커 하는 단계; c) 상  커  도 착층  상  원 공  필  상에 압착하여 본 하는

단계; d) 상  도 착층  상  원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계; e) 상  단

계 c)에  상  도 착층  본  원 공  필  상에 쇄  복 개  특  상  상  도 착층  본

 상태  커 하는 단계; f) 상  원 공  필  보 필  하는 단계;  g) 상  커  복 개

특  상  픽업하여 래   상  공 하는 단계  포함하는 원 공  필  공   공하  

한 것 다.

본   6 특징에 ,  1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는 에 어 , a) <30>

1  원 공  필  상에 상   1  원 공  필 과 직한 향   도  필 (ACF)  공 하는

단계; b) 상   1 원 공  필  앞단에  상  ACF  도 착층    커 하는 단계; c) 상

커  도 착층  상   1 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계; d) 상  도 착층  상  

1 원 공  필  상에 본  후, ACF 보 필  하는 단계; e) 상  단계 c)에  상  도 착층  본

  1 원 공  필  상에 쇄  복 개   1 특  상  상  도 착층  본  상태  커 하는

단계; f) 상   1 원 공  필  보 필  하는 단계; g) 상  커  복 개   1 특  상

픽업하여 래   상  공 하는 단계; h) 상   1 원 공  필   사  후, 상   2 원

공  필  상에 상   2 원 공  필 과 직한 향  상  ACF  공 하는 단계; i) 상  단계 b)에

커  도 착층  상   2 원 공  필  상에  압착하여 본 하는 단계; j) 상  도 착층  상  

2 원 공  필  상에 본  후, 상  ACF 보 필  하는 단계; k) 상   2 원 공  필  상에 

쇄  복 개   2 특  상  상  도 착층  본  상태  커 하는 단계; l) 상   2 원 공  필

 보 필  하는 단계;  m) 상  커  복 개   2 특  상  픽업하여 래   상

공 하는 단계  포함하는  1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는  공하  한 것

다.

         과

본 에 는 다 과 같   달 다.<31>

1. 원 공  필  ACF가 미리 본  상태  공 므 , 래 에 비해 필 한 공  라 (공간)  어<32>

들고, 그에  비  감 한다.

2. 원 공  필  ACF가 미리 본  상태  공 므 , 래 에 비해 ACF  원 공  필   본<33>

시 생할  는 량 가능  상당  감 고, 그에  래    량 가능  하게 감

다.

3.  래   체   공  시간(tact  time)  하게  어들어  래    생산<34>

향상 다.

4. 본 에 는 계  하게 커   얼라  ACF가 미리 본  원 공  필  개별  사<35>

할  다. 라 , 래   고  생시에도 보 (repair)가 하다.

본  가   동  또는 사한 참 가 동 한  시하는 첨  도  참 하여 <36>

하    해   다. 

     실시  한 체  내
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하에  본  실시   도  참 하여 본  한다.<37>

도 2a는 본  실시 에  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치   사 하는<38>

본  원 공  필  공  치   도시한 도 고, 도 2b는 본  실시 에 사 는 ACF

도 착층  도 착층  보 필   측단 도  도시한 도 다.

도 2a  도 2b  참 하 , 본  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치(200)는 본 <39>

 원 공  필  공 재(260)   1   2 원 공  필  공 (262a,262b)과  1   2 원 공

필  커  재(266a,266b) 사 에 , 원 공  필 (244)(복 개  TCP(240)  TCP 보 필 (미도시) 또는 복

개  FPC(242)  FPC 보 필 (미도시)  루어짐)  상 에 원 공  필 (244)과 직한 향  치

다. 본  ACF  공   본 하  한 치(200)는 도 1c에 도시  ACF 본  치  실질  동 하

다.

  체 , 본  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치(200)는 원 공  필<40>

(244) 상에 상  원 공  필 (244)과 직한 향  ACF(206)  공 하는 ACF 공 (204); 상  ACF 공

(204)과 상  원 공  필 (244) 사 에 치 , 원 공  필 (244) 상  공 는 ACF(206)  도

착층(206a)    커 하는 ACF 커 재(238); 상  ACF 커 재(238)에 해 커  도 착층

(206a)  원 공  필 (244) 상에 압착하여 본 하는  1   2 ACF 본 재(258a,258b);  상  도

착층(206a)  상  원 공  필 (244) 상에 본  후, ACF 보 필 (206b)  하는 ACF (218)  포

함한다. 상 한 본  실시 에 는 2개   1   2 ACF 본 재(258a,258b)가 도시 어 지만, 당업

라   들어  1 ACF 본 재(258a)가 측 원 공  필 (244) 상에 도 착층(206a)  본 하는 공

,  1 ACF 본 재(258a)가  2 ACF 본 재(258b)  치  동하여 우측 원 공  필 (244) 상에 도

착층(206a)  본 하는 공 ,   1 ACF 본 재(258a)가 원래  치  동하여 측 원 공  필

(244) 상에 도 착층(206a)  본 하는 공  복  행할  다는 것   해할   것

다. 또한, 당업 라  원 공  필  공 재(260)가  1   2 원 공  필  공 (262a,262b) 

어느 하나(  들어,  1 원 공  필  공 (262a))만  사 하는 경우,  1 ACF 본 재(258a)만  사

다는 것   해할   것 다.

또한, 본   실시 에  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한  a) 원 공  필<41>

(244) 상에 상  원 공  필 (244)과 직한 향  ACF(206)  공 하는 단계; b) 상  원 공  필

(244)  앞단에  상  ACF(206)  도 착층(206a)    커 하는 단계; c) 상  커  도 착층

(206a)  상  원 공  필 (244) 상에 압착하여 본 하는 단계;  d) 상  도 착층(206a)  상  원

공  필 (244) 상에 본  후, ACF 보 필 (206b)  하는 단계  포함한다.

또한, 본  또 다  실시 에   1 원 공  필    2 원 공  필  상에 ACF  공   본<42>

하  한   a)   1  원  공  필 (244)  상에 상   1  원  공  필 (244)과  직한 향

ACF(206)  공 하는 단계; b) 상   1 원 공  필 (244)  앞단에  상  ACF(206)  도 착층(206a)

  커 하는 단계; c) 상  커  도 착층(206a)  상   1 원 공  필 (244) 상에  압착하

여 본 하는 단계; d) 상  도 착층(206a)  상   1 원 공  필 (244) 상에 본  후, ACF 보 필

(206b)  하는 단계; e) 상   1 원 공  필 (244)   사  후, 상   2 원 공  필 (244)

상에 상   2 원 공  필 (244)과 직한 향  상  ACF(206)  공 하는 단계; f) 상  단계 b)에

커  도 착층(206a)  상   2 원 공  필 (244) 상에  압착하여 본 하는 단계;  g) 상  도

착층(206a)  상   2 원 공  필 (244) 상에 본  후, 상  ACF 보 필 (206b)  하는 단계  포

함한다. 또한, 상  본  또 다  실시 에   1 원 공  필    2 원 공  필  상에 ACF

공   본 하  한  h) 상   2 원 공  필 (244)   사  후, 상  단계 a) 내지 상

단계 g)  복하는 단계  가  포함할  다.

한편, 도 2a  도 2b  다시 참 하 , 본  원 공  필  공  치(250)는 상 한 원 공  필  상<43>

에 ACF(206)  공   본 하  한 치(200)가 원 공  필  공 재(260)  직 향  가 질러 

공 다는   하고는,  도  1d에  도시  래   원  공  필  공  치(150)  실질

동 하다.

  체 , 본  원 공  필  공  치(250)는 하나 상  원 공  필 (244)  공 하는<44>

원 공  필  공 재(260); 원 공  필  공 재(260)  직 향  가 질러 공 , 상  원

공  필 (244) 상에 ACF(206)  공   본 하  한 치(200); 상  ACF(206)가 본  원 공  필
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(244)  상  래  (222) 상에 공 하는  닛(270);  상  원 공  필  공 재(260)  상

  닛(270) 사 에 치 , 상  ACF(206)가 본  원 공  필 (244)  픽업하여 상  

닛(270) 상  하는  치(280)  포함한다. 하에 는, 본 에 원 공  필  공  치(25

0)  각각   한다.

도 2a  도 2b  다시 참 하 , 본 에  원 공  필  공  치(250)  하는 원 공  필<45>

공 재(260)는 복 개  TCP(240)  보 필 (미도시)  루어진 원 공  필 (244)  각각 감겨진  1

  2 원 공  필  공 (262a,262b)  비한다. 원 공  필 (244)   1   2 원 공  필

공 (262a,262b)   1   2 원 공  필  (264a,264b) 지 연결 어 다.

또한, 본  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치(200)는 원 공  필 (244)  공<46>

향과 직한 향  공 다. ACF 공 (204)  공 는 ACF(206)는 ACF 커 재(238)에 해 도

2b에 도시   같  미리 해진   도 착층(206a)만  연  커 한다.  ACF 커 재

(238)에 해 커  도 착층(206a)   들어 원 공  필 (244)  공 하는  1 원 공  필  공

(262a) 상  본  치  동하 ,  1 ACF 본 재(258a)가 ACF(206)  원 공  필 (244) 상에 압착한

다. 그 결과, 커  도 착층(206a)  원 공  필 (244) 상  본  치에 본 고, ACF 보 필 (206

b)  ACF (218)  다.  1 원 공  필  공 (262a)  공 는 원 공  필 (244)

 공 ,  2 원 공  필  공 (262b)  원 공  필 (244)  공 다. 그 후, ACF 커

재(238)에 해 커  도 착층(206a)  원 공  필 (244)  공 하는  2 원 공  필  공 (262b)

상  본  치  동하 ,  2 ACF 본 재(258b)가 ACF(206)  원 공  필 (244) 상에 압착한다. 그 결

과, 커  도 착층(206a)   2 공 (262b)  공  원 공  필 (244) 상  본  치에 본

고, ACF 보 필 (206b)  ACF (218)  다.  2 원 공  필  공 (262b)  공 는 

원 공  필 (244)   공 , 다시  1 원 공  필  공 (262a)  원 공  필 (244)  공

고, 상 한 동  복 다. 본 에 는 상 한  같 , 하나  ACF 본 재(  들어,  1 ACF

본 재(258a))  하나  원 공  필  공 재(  들어,  1 원 공  필  공 (262a))만  사

  다는 것   해할   것 다.

한편, ACF(206)  도 착층(206a)  본  원 공  필 (244)   1   2 원 공  필  커  재<47>

(266a,266b)  공 다.  1   2 원 공  필  커  재(266a,266b)는 원 공  필 (244) 상에 

쇄  복 개  TCP(240)  도 착층(206a)  본  상태  커 한다. 그 후, 원 공  필  보 필 (미도

시)   1   2 원 공  필  (264a,264b) 상에 감겨  다. 한편, 커  TCP(240)는 

들어,  암(robot arm)과 같  치(280)에 해 픽업 어  닛(270) 상  다. 도 2a

실시 에 는,  들어  1 원 공  필  공 (262a) 상  TCP(240)가  사 ,  2 원 공

필  공 (262b)  사 하여 TCP(240)  계  공 하도  하여 후  공  단없  TCP(240)  공 할 

다. 그러나, 당업 라   1 원 공  필  공 (262a)   1 원 공  필  (266a)과  2 

원 공  필  공 (262b)   2 원 공  필  (266b)  어느 하나만  사   다는 것  

 해할   것 다.

또한,  닛(270)  치(280)에 해  TCP(240)  달 아 TCP(240)가 본  상물  래<48>

 (222) 상  공 한다. 래  (222)  지(290) 상에  공  치(미도시)에 해 미리

공 다. 치(280)   닛(270)에 해 TCP(240)가 래  (222) 상  , TCP(24

0)에 해 얼라 , 가압착,  본  공  루어진다.  경우, TCP(240)에는 도 착층(206a)  미리 본

어 므 , 래 과 같  ACF 공  치에 해 ACF(206)가 래  (222) 상에 미리 공 어 본

 필 가 없다.

상 한 본  실시 에 는 원 공  필  공  치(250)는 복  TCP(240)  래  (222) 상에 공<49>

하는 것  시  하고 다. 그러나, 당업 라  본  원 공  필  공  치(250)가 복

 FPC(242)가 래  (122) 상에 공 는 경우에도 동 하게   다는 것   해할  

 것 다.

또한, 본   실시 에  원 공  필  공 하는  a) 원 공  필 (244) 상에 상  원<50>

공  필 (244)과 직한 향  ACF(206)  공 하는 단계; b) 상  원 공  필 (244)  앞단에  상

ACF(206)  도 착층(206a)    커 하는 단계; c) 상  커  도 착층(206a)  상  원 공

 필 (244) 상에 압착하여 본 하는 단계; d) 상  도 착층(206a)  상  원 공  필 (244) 상에 본
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 후, ACF 보 필 (206b)  하는 단계; e) 상  단계 c)에  상  도 착층(206a)  본  원 공

필 (244) 상에 쇄  복 개  특  상( 체 는, TCP/FPC(240/242))  도 착층(206a)  본  상

태  커 하는 단계; f) 상  원 공  필  보 필  하는 단계;  g) 상  커  복 개  특

상  픽업하여 래  (222) 상  공 하는 단계  포함한다.

또한, 본  또 다  실시 에   1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는  a) <51>

1 원 공  필 (244) 상에 상   1 원 공  필 (244)과 직한 향  ACF(206)  공 하는 단계; b)

상   1 원 공  필 (244)  앞단에  상  ACF(206)  도 착층(206a)    커 하는 단계;

c) 상  커  도 착층(206a)  상   1 원 공  필 (244) 상에  압착하여 본 하는 단계; d) 상

도 착층(206a)  상   1 원 공  필 (244) 상에 본  후, ACF 보 필 (206b)  하는 단계; e)

상  단계 c)에  상  도 착층(206a)  본   1 원 공  필 (244) 상에 쇄  복 개   1 특

상( 체 는, TCP/FPC(240/242))  도 착층(206a)  본  상태  커 하는 단계; f) 상   1 원

공  필 (244)  보 필  하는 단계; g) 상  커  복 개   1 특  상  픽업하여 래  

(222) 상  공 하는 단계; h) 상   1 원 공  필 (244)   사  후, 상   2 원 공  필

(244) 상에 상   2 원 공  필 (244)과 직한 향  상  ACF(206)  공 하는 단계; i) 상  단계

b)에  커  도 착층(206a)  상   2 원 공  필 (244) 상에  압착하여 본 하는 단계; j) 상  도

착층(206a)  상   2 원 공  필 (244) 상에 본  후, 상  ACF 보 필 (206b)  하는 단계;

k) 상   2 원 공  필 (244) 상에 쇄  복 개   2 특  상  상  도 착층(206a)  본  상

태  커 하는 단계; l) 상   2 원 공  필 (244)  보 필  하는 단계;  m) 상  커  복

개   2 특  상  픽업하여 래  (222) 상  공 하는 단계  포함한다. 또한, 상  본  또

다  실시 에   1 원 공  필    2 원 공  필  공 하는  n) 상   2 원 공

필 (244)   사  후, 상  단계 a) 내지 상  단계 m)  복하는 단계  가  포함할  다. 

상 한  본   실시 에  ,  TCP/FPC(240/242)  래  (222)  상에  공 하여  본 하  에,<52>

ACF(206)  래  (222) 상에 미리 공 하여 본 하  한 별도  사  공   공  라  필 하다.

또한, 본 에  같  ACF(206)  래  (222)  아닌 TCP/FPC(240/242) 상에 미리 공   본 함

, 래  ACF 공  치  같  ACF(206)  TCP(240) 또는 ACF(206)  FPC(242)  각각 별개  공

 행하는 경우에 비해 체 공 시간(tact time)  공  라  가 상당  어든다. 

        산업  가능

다양한 변 가 본   어남  없  본 에 고 시     만들어질 <53>

므 , 상  상 한 에 포함 거나 첨  도 에 도시  든 사항  시  것  본  한하

 한 것  아니다. 라 , 본  는 상 한 시  실시 에 해 한 지 않 , 하  청

  그 균등물에 라 만 해 야 한다.

도  간단한 

도 1a는 래 에  ACF 공    치  ACF 본  치  개략  단 도  도시한 도 다.<54>

도 1b는 래 에  또 다  ACF 본  치  사시도  도시한 도 다.<55>

도 1c는 래 에  또 다  ACF 본  치  단 도  도시한 도 다.<56>

도 1d는 래 에  PDP  또는 LCD  래   상에 원 공  필 (TCP/FPC)  공 하는 <57>

원 공  필  공  치  개략  평 도  도시한 도 다.

도 2a는 본  실시 에  원 공  필  상에 ACF  공   본 하  한 치   사 하는<58>

본  원 공  필  공  치   도시한 도 다.

도 2b는 본  실시 에 사 는 ACF  도 착층  도 착층  보 필   측단 도  도시한<59>

도 다. 
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도

    도 1a
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    도 1b
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    도 1c
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    도 1d
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    도 2a
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    도 2b
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